
2024-2030年中国氮化镓（

GaN）市场评估与市场前景预测报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司
www.cction.com

http://www.cction.com


一、报告报价

《2024-2030年中国氮化镓（GaN）市场评估与市场前景预测报告》信息及时，资料详实，指

导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信

息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略

发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：http://www.cction.com/report/202310/414784.html

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费)  010-69365838

海外报告销售:  010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

http://www.cction.com/report/202310/414784.html


二、说明、目录、图表目录

 氮化镓（GaN）是直接宽带隙半导体材料，属于第三代半导体。与前两半导体材料相比，第

三代半导体材料具有更宽的禁带宽度、更高的击穿电场、更高的热导率、更大的电子饱和速

度以及更高的抗辐射能力，满足现代电子技术对半导体材料提出的高温、高功率、高压、高

频以及抗辐射等新要求，更适合制作高温、高频、抗辐射及大功率器件。

氮化镓如今被定位成涵盖了从无线基站到射频能量等商业射频领域的主流应用，它从一项高

深的技术发展为市场的中流砥柱，这一发展历程融合了多种因素，是其一致发挥作用的结果

。氮化镓的性能优势曾经一度因高成本而被抵消，最近，其凭借在硅基氮化镓技术、供应链

优化、器件封装技术以及制造效率方面的突出进步成功脱颖而出，成为大多数射频应用中可

替代砷化镓和LDMOS的最具成本竞争优势的材料。中国GaN功率半导体市场较小，但增长迅

速。2015年中国GaN功率半导体市场规模0.11亿元，2021年市场规模达到1.88亿元。  

GaN材料禁带宽度大、热导率高、临界击穿电场高、饱和电子迁移速率高，在应用上可以做

到高击穿电压、耐高温、低导通损耗、高输出功率以及低成本，在电力电子、微波通信、光

伏逆变、照明等应用领域具有另外2代材料无法比拟的优势，具有重大的战略意义，相信在不

久的将来GaN作为第3代半导体材料中优秀代表会得到更广泛的应用。  

中企顾问网发布的《2024-2030年中国氮化镓（GaN）市场评估与市场前景预测报告》共九章

。首先介绍了氮化镓的概念、特性、制备方法等，接着分析了半导体材料和氮化镓产业的整

体发展状况。然后报告从企业竞争、市场主要类型、应用领域、国内外企业等方面对氮化镓

行业进行了系统解析，最后报告对氮化镓产业的投资潜力及发展前景进行了科学的预测。  

本研究报告数据主要来自于国家统计局、国家海关总署、商务部、财政部、工信部、中企顾

问网、中企顾问网市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时

通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对氮化镓

产业有个系统深入的了解、或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。  
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